Veranstaltungsort:

] : :
Organisation:

Zimmerreservierung

Hotel Bischofshof

Telefon +49 941 58460

ACHAT Plaza Herzog am Dom
Telefon +49 941 58400-0

Beide Hotels bieten Sonderkondi-
tionen fir OTTI-Seminarteilnehmer.
oder Tourist-Information
Regensburg

Telefon +49 941 507-4412
Telefax +49 941 507-4418
www.regensburg.de

Seminarmanagement
Dipl.-Pad. Diana Wirtz

OTTI, Seminare und Fachforen
Bereich Technik
Wernerwerkstrafle 4

93049 Regensburg

Telefon +49 941 29688-33
Telefax +49 941 29688-31
E-Mail: diana.wirtz@otti.de

Regensburg - das mittelalter-
liche Wunder Deutschlands!

Lernen Sie das UNESCO

Weltkulturerbe kennen und
genieflen Sie die bayerische
Gastlichkeit.

Industrie- und
Handelskammer Regensburg
D.-Martin-Luther-Strafie 12
93047 Regensburg

Teilnahmegebiihren

und Leistungen

Bei Anmeldung bis zum 07.08.2009:
pro Person: € 890,00

Bei Anmeldung danach:

pro Person: € 960,00
OTTI-Mitglieder: € 910,00

Der zweite Teilnehmer |hrer
Firma erhalt 10 % ErmaBigung,
jeder weitere Teilnehmer lhrer
Firma erhalt 20 % ErmaBigung.
In der Teilnahmegebiihr sind
Pausengetranke und Snacks, zwei
Mittagessen, eine Stadtfiihrung,
ein Abendessen und ausfiihrliche
Tagungsunterlagen (auch auf CD!)
enthalten.

Weitere Seminare aus dem Bereich Technik sowie
Veranstaltungen aus den Bereichen Erneuerbare
Energien und Management finden Sie auf unserer

Homepage www.otti.de

Anmeldung per Fax: +49 941 29688-19

Ja, ich nehme teil am OTTI-Fachforum
Warmemanagement in elektronischen Systemen

[ ] 07./08. Oktober 2009 in Regensburg (Kep 3332)

Name

Vorname Titel

Telefon Telefax

Abteilung/Funktionsbereich

Firma/Institution

Strafle/Postfach

PLZ/Ort

Branche Zahl der Mitarbeiter

OTTI-Kundennummer

Datum Unterschrift

Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e.V. (OTTI),
Wernerwerkstrafie 4, 93049 Regensburg, Telefax: +49 941 29688-19

Teilnahme- und Riicktrittsbedingungen

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung lhre Teilnahmeunterlagen. Die Teilnah-
megebiihren sind mit Erhalt der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fllig. Bitte
liberweisen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Veranstal-
tungseinlass kann nur gewdhrt werden, wenn die Zahlung bei OTTI eingegangen
ist. Etwaige Anderungen aus dringendem Anlass behlt sich OTTI vor. Bei Stor-
nierung der Anmeldung bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn erheben wir keine
Stornierungsgebiihr. Bei Stornierung im Zeitraum von 30 bis 15 Tagen vor Ver-
anstaltungsbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebiihr von € 120,00. Bei spa-
teren Absagen (ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn) oder bei Fernbleiben wird
die gesamte Teilnahmegebiihr berechnet, sofern nicht von Ihnen im Einzelfall
der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshohe erbracht wird.
Die Stornoerklarung bedarf der Schriftform. Ein Ersatzteilnehmer kann zu jedem
Zeitpunkt gestellt werden. Fiir Sach- und Vermdgenssch&den, welche OTTI zu ver-
treten hat, haftet OTTI - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur bei Vorsatz oder
grober Fahrldssigkeit. Erfillungsort und Gerichtsstand ist Regensburg.

www.otti.de

Fachforum fir Profis

UCHERBONUS
7.08.2009

FRUHB
bis 0

Warmemanagement
In elektronischen
Systemen

Kiihlkonzepte fiir Leistungsbauteile,
Baugruppen und Gerate

07./08. Oktober 2009 in Regensburg

Partner

Training
OTTI Seminare
Tagungen

www.otti.de



Elektronikentwickler miissen sich vermehrt
mit steigenden Leistungsdichten und hoheren
Stromen beschaftigen. Erfahren Sie, welche
Designs und Konstruktionen die Baugruppen,
Gerate und Systeme vor Uberhitzung schiitzen
konnen.

e Grundlagen Warmetransport - Kiihlmecha-
nismen in der Elektronik

e Leiterplatten- und Baugruppendesign fir
Hochleistungsanwendungen

e Materialauswahl und Zuverlassigkeit in der
Hochleistungselektronik

e Gerateentwicklung in der Kfz-, Kommunika-
tions- und Medizinelektronik

* Anwendung und Auswahl von thermischen
Interface-Materialien

e Thermosimulation und Thermografie an Bau-
gruppen, Systemen und Gehausen

» Aktuelle Losungsansatze fiir thermische
Herausforderungen

OTTI plus

Wichtige Kontakte kniipfen, Inhalte diskutieren,
zwanglos Netzwerke aufbauen - profitieren Sie vom
OTTI-Rahmenprogramm: zum Beispiel bei einer
Stadtfihrung, einem gemdtlichen Abendessen in
gemeinsamer Runde, bei Kultur und Entspannung im
Kreise der Seminarteilnehmer und Referenten.

Programm: Ihre fachliche Leitung:

N

. Tag, 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr

-

. Einfiihrung: Was ist Warme?
Dr. Christoph Lehnberger

N

. Warmetransport vor dem Hintergrund

elektronischer Systeme

¢ Physikalische Grundlagen des War-
metransports

¢ Voraussetzungen fiir eine effektive
Kihlung

¢ Vergleichende Bewertung von War-
meleitung und -ibergang

Dr. Christoph Lehnberger

3. Hochtemperaturelektronik im Kfz

* Trends bei Einbauorten und
Verlustleistung

o Temperatur und Zuverlassigkeit:
Testdesign und Testverfahren

¢ Heutige und kiinftige Grenzen von
Komponenten und Verbindungs-
technik

Dr. Thomas Riepl

4. Leiterplatten fiir hohe Leistungen,

Strome und Temperaturen

o Auswahlkriterien fiir Leiterplatten-
technologien, -aufbau und -design

e Material und Zuverlassigkeit von
Hochtemperaturanwendungen

o Strombelastbarkeit auf Leiterplatten

* Kosten

¢ Einsatzgebiete

e Warmeverteilung

Dr. Christoph Lehnberger

o

Temperatur- und Stromungsberech-

nung fiir Elektronikerzeugnisse

¢ Methoden und Werkzeuge der
Thermosimulation

¢ Beispielrechnungen u.a. an Bau-
teilen, Kiihlkorpern und Gehausen

¢ Weitere Simulationsanwendungen im
Elektronikumfeld

o Elektronikdesign

Dipl.-Ing. André Runge

6. Auswahl und Auslegung von Liiftern

fiir Elektronikanwendungen

¢ Aerodynamische Grundlagen:
Arbeitspunkt, Volumenstrom und
Staudruck

o Tipps zu Strémungsrichtung,
Lifterkombinationen und
Gerauschminderung

¢ Anwendungsbeispiele

Dr. Michael Schmitz

7. Grundlagen der Infrarotthermografie
- Maglichkeiten und Grenzen
¢ Strahlungsphysikalische Grundlagen
¢ Anforderungen an die Geratetechnik
¢ Mess- und Systemparameter
¢ Praktische Anwendung anhand von

Beispielaufnahmen

Dipl.-Ing. Dieter Blaschke

Stadtfiihrung mit anschlieBendem Erfah-
rungsaustausch zwischen Teilnehmern
und Referenten bei einem gemeinsamen
Abendessen

2. Tag, 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr

1. Diinnschicht-Peltier Elemente: Hohe

Kiihlleistungsdichten und schnelle

Ansprechzeiten

¢ Thermoelektrische Effekte und
konventionelle Peltier-Kihler

e Diinnfilm-Thermoelektrik: Herstellung
und Charakteristika im Vergleich mit
konventionellen Peltier-Kiihlern

¢ Anwendungen: Schnelles Heizen und
Kihlen, Thermische Arrays, Laser und
Sensoren, Zukunftsmarkt Chip Hot
Spot Cooling

Dr. Joachim Nurnus

. Kiihlkorper

¢ Physikalische Zusammenhange in
Kihlkérpern

¢ Material- und werkstofftechnische
Eigenschaften

» Bauteilbezogene Kriterien: Einzel-
halbleiter, ICs, Module

¢ Montagearten: von SMT bis Gerate-
einbau

e Mechanische Bearbeitung, Toleranzen

e Grundlagen und Auswahlkriterien

Lothar Noelle

. Brausestrahl oder traditionelle Fliissig-

keitskiihlung

o Flissigkeitskiihlung: Stand der Technik

¢ Auslegung von geschlossenen und
offenen Kiihlsystemen

e Innovativer vertikaler Flissigkeits-
strom

¢ Optimierung der Geometrien durch
CFD Berechnungen

Prof. Dr. Ronald Eisele

. Interface Materialien fiir das Warme-

management

* Klassifizierung thermischer Interface
Materialien

e Einflussparameter und Wirkungsweise
im thermischen Pfad

¢ Produkt Design-In und Optimierung
des thermischen Pfades an
Applikationsbeispielen

Dr. Wilhelm Pohl

. EMVin der Leistungselektronik

¢ Grundlagen zum EMV-gerechten Ge-
ratedesign in der Leistungselektronik

¢ Auswirkungen von EMV-MafBnahmen
auf die Gerateerwarmung

e Einfluss des Warmemanagements auf
das EMV-Verhalten

Dipl.-Ing. Thomas Modra

6. Warmetauscherkonzepte mit gefiihrter

Luftstromung

¢ Neue Mdglichkeiten in der Gera-
tekiihlung durch formschliissiges
Geh&usekonzept

¢ Thermische Ankopplung von
Leistungskomponenten an die
GerateauBenseite durch isolierende
warmeleitende Folien

* Anwendungsbeispiele aus der
Medizin- und Automatisierungstechnik

Dipl.-Ing. (FH) Tim Schwegler

Dr. Christoph Lehnberger

leitet den technischen Vertrieb des
Berliner Leiterplattenherstellers ANDUS
Electronic GmbH.

In seiner fritheren Tatigkeit in der
Abteilung F+E war er zustandig fir
Forschungs- und Entwicklungsprojekte

zu neuen Leiterplattentechnologien,
-materialien und -prozessen und hat sich
in mehreren Projekten speziell dem Thema
Entwarmung von Leiterplatten und Bau-
gruppen gewidmet. Auflerdem engagiert
er sich u. a. beim Fachverband Elektronik-
Design e.V. (FED) zum Thema Thermo.

lhre Referenten:

Dipl.-Ing. Dieter Blaschke Dr. Thomas Riepl
Geschaftsfihrer, VATh - Bun- Mechanische Konstruktion fir
desverband fiir Angewandte Motorsteuerungen, Generische
Thermografie, Dortmund Konzepte und Technologien,
Continental Automotive GmbH,

Prof. Dr. Ronald Eisele
Institut fir Mechatronik,
Fachhochschule Kiel Dipl.-Ing. André Runge

Geschéftsfiihrer, DELTA IDL
Dipl.-Ing. (TU) Thomas Modra escharstunrer

EMC Engineering, Continental GmbH, Greifswald

Automotive GmbH, Regensburg Dr.-Ing. Michael Schmitz
Leitung Forschung und
Entwicklung, Aerodynamik und
Simulation,

ebmpapst St. Georgen GmbH &
Co. KG, St. Georgen

Regensburg

Lothar Noelle
Entwicklung/Development,
Fischer Elektronik GmbH & Co.
KG, Lidenscheid

Dr. Joachim Nurnus DipL.-Ing. (FH) Tim Schwegler

e aunalony (Develop st Geschaftsfihrer, DMT GmbH,
Micropelt GmbH, Freiburg Holzgerlingen

Dr. Wilhelm Pohl
Geschaftsfiihrer, HALA Contec
GmbH & Col KG, Ottobrunn

Teilnehmerkreis:

Entwickler, Konstrukteure, Ingenieure und Physiker aus den Bereichen
¢ Elektronikentwicklung

e Systementwicklung

e Strategische Planung

e Vorausentwicklung
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